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關鍵詞(Keywords) 

．主動式有機發光二極體 AMOLED 

．精密金屬遮罩 FMM (Fine Metal Mask) 

．量產 Mass production 

．製程 Process 

．設備 Equipment 

 

摘要(Abstract) 

在 AMOLED 與 TFT-LCD 製程設備差異上，

以 OLED 蒸鍍和封裝設備為關鍵，目前由日本與

韓國掌握，OLED 蒸鍍設備量產多半採用 Cluster

型態搭配 Linear source 進行量產；在製程關鍵技

術上，高解析度 AMOLED 面板量產製程中以 Fine 

Metal Mask 技術為關鍵瓶頸，韓國三星在 Fine 

Metal Mask 上掌握度，遠高於台灣面板廠商，國

內廠商必須加快速度開始投入 OLED 關鍵零組件

開發，未來戰局不只有在 Glass AMOLED 上，

Flexible AMOLED 才是下一個決戰點。  

The key differences between AMOLED and 

TFT-LCD are OLED evaporation and encapsulation 

equipments which are mostly controlled by Japan 

and Korea. The cluster linear source is adapted by 

current mass production for evaporation process. 

The bottle neck of high resolution AMOLED mass 

production is the fine metal mask. Samsung’s fine 

metal mask ability is higher than that in Taiwan 

panel makers. Taiwan FPD suppliers and makers 

must speed up technologies in the AMOLED key 

components. The future competition is not only on at 
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the glass AMOLED but also the flexible AMOLED. 

 

1. 前言 

AMOLED 量產技術開發超過 10 年以上，隨

著行動裝置面板品質要求越來越高，Top Emission 

AMOLED 因為不受 TFT 數目影響具有高開口

率，因此行動裝置上採用 AMOLED 面板以 Top 

Emission AMOLED 為主，然而在 Top Emission 

AMOLED 結構中，無法在封裝蓋上放置吸濕材

料，吸收外界環境入侵元件之水、氧氣，因此在

Top Emission AMOLED 封裝上一直無法突破量產

門檻，然而韓國三星導入玻璃膠製程，如圖 1 所

示，以網印方式將玻璃膠塗佈於封裝蓋上，將上、

下板對位貼合，以雷射方式精準聚焦在上、下板

之間，將玻璃膠固化，此結構可有效阻隔水、氧

氣入侵 OLED 元件問題，成功讓三星將 Top 

Emission AMOLED 商品化。  

三星自 2007 年開始以 AMOLED 面板積極導

入手機，在眾多品牌如 NOKIA、MOTOROLA、

SONY Ericsson 中，以自有 SAMSUNG 品牌試圖

殺出一條血路，APPLE iPhone 推出行動智慧手機

造成革命性改變，觸控變成中、高階手機必備功

能，三星推出 Super AMOLED 觸控面板，如圖 2，

以高畫質更輕、薄之面板進攻行動智慧手機市場。 

三星進攻手機策略，如圖 3，初期策略以機海

戰術佈局，再者強調 AMOLED 輕、薄、高畫質

差異化，最後樹立明星產品，此成功策略模式讓

三星在高階智慧手機市場，打敗 NOKIA 並且與

APPLE 爭取高階智慧手機龍頭寶座。 

 

 
圖 2  ㆔星 Super AMOLED 觸控面板 

資料來源：三星  
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資料來源：三星 

 



 

更完整的內容 

請參考【機械工業雜誌】351 期•101 年 6 月號 

每期 220 元•一年 12 期 2200 元 

劃撥帳號：07188562 工業技術研究院機械所 

訂書專線：03-591-9342 

傳真訂購：03-582-2011 

機械工業雜誌官方網站：www.automan.tw 

 

 




